
Impianti di
PLASMA IN VUOTO



IL PROGETTO

Con plasma si intende il quarto stato della materia.
Il plasma è cioè un gas parzialmente o totalmente
ionizzato, pertanto quel particolare stato del gas in
cui sono contemporaneamente presenti molecole
neutre, ioni positivi ed elettroni liberi.
In questa sede per plasma si intende a basso
contenuto energetico: il maggiore o minore contenuto
energetico definisce un plasma "freddo" rispetto a
uno "caldo".

Il plasma freddo che interessa per la fase di
pretrattamento, pulizia e lavaggio di un substrato
di qualsiasi materiale è ottenuto a bassa pressione
(vuoto). Questa condizione consente che in un
campo di temperatura compreso tra i 20
e i 30°C si svolgano reazioni che a pressione
atmosferica sono possibili soltanto a temperature
di diverse centinaia di gradi. Nonostante la bassa
temperatura del gas, infatti, quella degli elettroni
è elevata (dai 20 ai 50.000 K) a causa della
lunghezza del percorso libero delle particelle.
Questo fatto rende possibile il trattamento di
materiali organici ( per esempio le materie plastiche),
che non tollerano carichi termici elevati.

ll plasma di un gas è per sua natura instabile
e si distingue per la forte reattività in particolari
condizioni di pressione ed in presenza di campi
elettrici molto intensi.



Il campo elettrico applicato deve fornire una
sufficiente energia alle particelle che permettano
una ionizzazione generale del gas dovuta agli urti
reciproci. Il dosaggio del flusso di gas, della
pressione di processo e dell’intensità del campo
elettrico devono equilibrare le forze ionizzanti e la
tendenza naturale al decadimento della ionizzazione.

La natura di un plasma varia moltissimo in funzione
del tipo di gas, o della miscela di più gas, della
pressione del/dei gas, della geometria del volume
che confina il plasma stesso, del tipo di campo
elettrico che sostiene e mantiene il plasma.

Il plasma di particolari gas, tra cui compare sempre
necessariamente l’ossigeno, a contatto con le
superfici da trattare, consente che si sviluppi
un’ossidazione a bassa temperatura, ovvero la
formazione di gruppi funzionali sulle superfici stesse
che consentono di ottenere le condizioni ottimali
di pulizia assoluta.



�����������IL PROCESSO

PLASMA PULIZIA

E’ scopo degli impianti al Plasma
prodotti da KOLZER quello
di pulire le superfici ( di qualsiasi
natura, geometria e dimensione)
e di modificare le caratteristiche
chimiche ed elettrostatiche
delle superfici dei manufatti. Il
plasma è un processo asciutto,
pulito, svolto a temperatura
ambiente che non utilizza
prodotti di lavaggio ( nessun
mater ia le d i  consumo).

• rimuove contaminanti organici
o strati residui

• incrementa la tensione
superficiale, e quindi la
bagnabilità delle superfici
stesse, mediante riduzione
dell’angolo di contatto nei
confronti di liquidi a valori
ottimali.

• forma una superficie capace
di reagire attivamente con i
polimeri di contatto (vernici,
ades i v i ,  inch iostr i ,e tc ) .

Cambiando la natura del gas
di processo, e le loro miscele
si possono ottenere
caratteristiche superficiali diverse.

Gli impianti progettati e prodotti
da KOLZER sono adatti per
trattamenti sotto vuoto di oggetti
allo scopo di ottenere una
m o d i f i c a z i o n e  c h i m i c a
superf ic iale funzionale ai
successiv i trattamenti di
vern ic iatura, inco l laggio,
accoppiaggio, spalmatura e
decoraz i one  success i v i .
Gli impianti qui presentati sono
di tipo semicontinuo; i manufatti
da trattare vengono inseriti nella
camera di processo in appositi
sistemi di caricamento (telai,
vassoi, cesti o buratti) e vengono
scaricati al termine del ciclo di
trattamento.





La tecnica impiantistica KOLZER si contraddistingue per i concetti adatti alle richieste individuali della
clientela. Inoltre KOLZER offre un Engineering qualificato per sistemi di produzione complessi. La
gamma delle forniture comprende famiglie di impianti, dal “Mini-impianto compatto” per le aziende di
ricerca ed i laboratori, fino ai grandi e più complessi sistemi di trattamento ed impianti speciali per
processi in linea e articoli di grandi dimensioni.

Serie verticale MK®

il sistema di lavorazione più moderno ed innovativo: il materiale
da trattare viene infatti caricato direttamente sulle due porte
dell’impianto, per un ciclo di lavorazione più rapido.

La gamma di questa famiglia di impianti:

MK48”  diametro 1250 mm

MK60”  diametro 1600 mm

MK72”  diametro 1800 mm

Contattateci presso la nostra sede dove i nostri tecnici saranno a Vostra
disposizione in qualsiasi momento e per qualsiasi informazione.

Serie orizzontale DGK®

il sistema di lavorazione classico:

La serie più completa per dimensioni di camere di processo:

DGK24”   diametro   610 mm

DGK36”   diametro 1000 mm

DGK48”   diametro 1200 mm

DGK60”   diametro 1600 mm

DGK72”   diametro 1800 mm

DGK100” diametro 2500 mm

Tutti gli impianti sono dotati di controllo di processo automatico, rilevamento della temperatura, regolazione
della pressione e del flusso di gas, nonché diversi supporti di substrati, inclusi sistemi di carico rapidi
brevettati. A richiesta vengono forniti alimentazioni di acqua fredda/calda, impianti di pulizia, impianti
di radiazione e strumenti per il controllo della qualità, ad es. Kalo-Tester, Rockwell-Tester, microscopio
con elaborazione immagine.

Viene fornito con due sistemi di caricamento a carrello per facilitare il carico e scarico.

Le dimensioni degli impianti elencati possono essere “personalizzate” in funzione dell’esigenze produttive.

GLI IMPIANTI






